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 半導体回路の開発では、シミュレーションによる特性の検討が不可欠です。

しかしシミュレーションの結果は、必ずしも実物に一致するものではありませ

ん。そこで講義では、シミュレーションの精度を決めるＳＰＩＣＥモデルにつ

いて、概要を説明します。 

ＳＰＩＣＥモデルとは半導体素子の物理現象を数式化したものですが、これ

を理解することで、シミュレーション結果の妥当性を判断できるようになりま

す。またシミュレーション結果を深く考察することが、回路設計技術の向上に

つながります。 

講義はシミュレーションやＳＰＩＣＥモデルとは何かから始めて、バイポー

ラトランジスタ、ＭＯＳＦＥＴ、ダイオード、抵抗、容量デバイスの直流，温

度、容量、周波数、過渡特性と、それぞれのＳＰＩＣＥモデルについて説明し

ます。また回路の余裕度を知るためのバラツキモデルや、1/ｆ雑音モデルを取り

扱います。感覚的な理解が重要なため、数式は極力避けて、絵、図、グラフを

活用しました。SPICEモデルよりデバイス特性の講義かもしれません。 

 

以上 

 


